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최근 반도체 및 광전 산업의 규모가 급속하게 팽창되고 있어 실리콘 웨이퍼 제조 공정에서 

다량의 실리콘 슬러지가 발생하고 있다. 이러한 실리콘 슬러지에는 고순도 실리콘과 같은 유

용한 자원을 포함하기 때문에 실리콘 입자의 회수가 큰 관심이다. 본 연구에서는 실리콘 잉

곳을 절단할 때 발생되는 실리콘 슬러지로부터 실리콘을 회수하는 연구를 하였다. 실리콘 슬

러지는 실리콘외에 불순물로서 분산제와 실리콘 카바이드, 그리고 금속 등이 포함되어 있다. 

이러한 실리콘 슬러지를 증류와 염산처리에 의해 포함되어 있는 분산제 및 금속 불순물을 제

거한 후, 초음파 처리와 원심분리 기술을 적용하여 실리콘 및 실리콘 카바이드의 혼합물로부

터 실리콘 입자를 회수하였다. 실리콘 입자의 회수를 위하여 초음파 처리와 원심분리 처리를 

수행하였으며 초음파 처리시 강도 및 시간을 변화하였으며, 원심분리시 원심분리 속도 및 시

간을 변화하여 실험하였다. 이 때, 얻어진 최적조건에서 실리콘 입자의 최대 회수율을 80% 

이었다.  


